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HINTERGRUND PER ERFINDUNG 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur 
Herstellung einer Halbleitereinrichtung^ und insbesondere auf 
ein Leitungsbonding-Verfahren fur eine Halbleitereinrichtung. 

Es kann behauptet werden, da3 beim Herstellungsvef ahren einer 
Halbleitereinrichtung ein Leitungsbonding-Verfahren zum elektri- 
schen Bonden von AnschluBf lachen auf dem Halbleiterpellet und 
inneren Leitungen unter Verwendung von Verbindungsleitungen ein 
auJJerst wichtiger Verf ahrensschritt ist. Ein solches Verfahren 
ist in EP-A-0 130498 offenbart. Beim Ausfiihren eines derartigen 
Leitungsbondens miissen Bonding-Ortskoordinat en in das 
Bondinggerat eingegeben werden. Typische Verfahren des Eingebens 
der Bonding-Ortskoordinaten, welche im Stand der Technik durch- 
gefiihrt werden, werden nun beschrieben* 

(1) Verfahren der ROM-Herstellung 

Merkmal dieses Verf ahrens ist es, daB Ortskoordinaten in ein 
PROM geschrieben werden, urn die so geschriebenen Daten deiu 
Bondinggerat zuzufiihren, und es wird entsprechend der folgenden 
Vorgehensweise ausgefiihrt. 

a) Ein Bediener liest Bonding-Ortskoordinaten, d.h. Orts- 
koordinaten der AnschluJBf lachen und Ortskoordinaten von inneren 
Verbindungen der Leitungsrahmen aus dem Plan Oder der Zeichnung, 
welche das Halbleiterpellet und den Leitungsrahmen darstellt. 



b) Koordinatenwerte , welche in einem . vorbest-iinmten Format gele- 
sen worden sind, werden unter Verwendung eines PROM-Schreib- 
gerats geschrieben, 

c) Der beschriebene PROM wird an das Bondinggerat gelegt, um die 
Bondingorte am Bondinggerat zu bestatigen, 

d) Wenn eine Ortsabweichung der Bondingorte auftritt, wird der 
fragliche Koordinatenwert korrigiert, inn den Ablauf vom Schritt 
B an zu wiederholen. Wenn die Korrektur durch parallele 
Verschiebung der Bondingorte in einem GesamtmaBstab ausgefiihrt 
wird, wird ein auf dem Bondinggerat vorgesehener Digitalschalter 
betatigt,. um dadurch einen Parallel verschiebungs-Betrag. einzu- 
stellen. 

(2) Verfahren zum Ausfuhren eines Trainingsschritts 

Nach diesem Verfahren wird ein Trainings schritt durchgefiihrt , um 
unter Verwendung einer Ferns ehkamera, mit dem ein Gegenstand, 
der leitungsgebondet werden soil, lokal vergroBert angezeigt 
wird, wodurch ein Bediener Ortskoordinaten trainiert, an denen 
Verbindungen ausgefiihrt werden sollen, wahrend er eine Bilddar- 
stellung auf dem Monitor beobachtet. Dieses Verfahren wird ent- 
sprechend der folgenden Vorgehensweise ausgefiihrt* 

a) Die Bewegungseinstellung der XY-Stufe des Bondinggerates wird 
so durchgefiihrt, daJ3 ein Punkt auf einem Objekt, welcher der 
Anfangspunkt der Leitung 1 sein soil, in einer Mittelposition 
der Monitor-Bilddarstellung angezeigt wird. Wenn die Einstellung 
vollendet ist, wird ein vorbestimmter Eingabeschalter bedient, 
um dadurch die Koordinatenwerte des Anf angspunktes in einem im 
Bondinggerat vorgesehenen RAM zu speichern. Dies ist der soge- 
nannte *" Trainings chritt " . 
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b) Daraufhin wird ein ahnlicher Trainingschritt in Verbindung 
mit den Koordinaten des Punktes durchgef iihrt, welcher der 
Endpunkt des Drahtes Nr. I'sein soil, urn anschlieflend die 
Koordinatenwerte in den RAM zu speichem. 

c) Die obengenannten Verf ahrensschritte a) und b) werden nach- 
einander in Verbindung. mit alien Leitungen ausgefiihrt. 

d) SchlieJ31ich werden die Verf ahrensschritte a) und b) ein zwei- 
tes Mai in Verbindung mit den Leitungen ausgefiihrt, die korri- 
giert oder verandert werden sollen, urn so die Korrektur oder 
Veranderung auszufiihren- Wenn die Bondingpositionen insgesamt 
parallel bewegt werden miissen, \im die Korrektur durchzuf iihren, 
geniigt es, einen Parallelbewegungs-Betrag entsprechend demselben 
Trainingschritt einzustellen, wie er im Verf ahrensschritt a) an- 
gegeben ist. 

Jedoch sind die Nachteile der obengenannten Verfahren wie folgt. 

(1) Die Nachteile des ROM-Herstellungsverf ahrens 

Ein Bediener muJ5 manuell die ganze Arbeit ausfiihren, umfassend 
die Arbeit des Lesens der Koordinatenwerte aus dem Plan, die 
Arbeit des Schreibens der Koordinatenwerte in den PROM, und die 
Arbeit des Korrigierens der Koordinatenwerte, Diese Arbeits- 
schritte sind sehr miihselig und fiihren dazu, daB nicht nur viel 
Arbeitskraft und Zeit verbraucht wird, sondern auch ein Fehler 
leicht auftritt. 

(2) Nachteile des Verf ahrens des Ausfuhrens des 
Trainingschritts , 

Durch dieses Verfahren kann die Arbeitslast etwas verringert 
werden, verglichen mit dem im obengenannten Absatz ( 1) beschrie- 
benen Verfahren, und zwar dahingehend, dafl ein Bediener nicht 
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direkt numerische Werte bearbeiten muB. Es kann trotzdem be- 
hauptet warden, daB der Trainingschritt eine Arbeit ist, bei der 
viel Arbeitskraf t und Zeit verbraucht wird und ein Fehler leicht 
auftritt* Da zum Beispiel die Bilddarstellung auf dem Monitor 
durch lokales VergrdBern eines Gegenstands zur 
Leitungsverbindung unter Verwendung einer Fernsehkamera erhalten 
wird, ist das* Gesichtsfeld eng, und es ist sehr schwierig fur 
den Bediener f estzustellen,. welcher Abschnitt des gesamten 
Gegenstands der Leitungsverbindung durch die gerade angezeigte 
Bilddarstellung belegt wird. Aus diesem Grund tritt leicht ein 
Fehler auf, etwa der Art, daB das Training falschlich in benach- 
barten AnschluBf lachen oder benachbarten Anschliissen durchge- 
fiihrt wird. 

Wie gerade oben beschrieben, hat das herkommlf che 
Leitungsbonding-Verfahren den Nachteil, daB es viel Arbeitskraf t 
und Zeit beim Eingeben der Bonding-Ortskoordinaten benotigt, was 
leicht dazu fiihrt, daB die Arbeit falsch ausgefiihrt wird, 

ZUSAI^MENFASSUNG DER ERFINDUNG 

Im Hinblick auf das oben Gesagte ist es Auf gabe der vorliegenden 
Erfindung, ein Leitungsbonding-Verf ahren zu schaffen, das ge- 
eignetist, leicht eine fehlerfreie Arbeit in kurzer Zeit auszu- 
f iihren. 

Die Auf gabe der Erfindung wird gelost durch ein Leitungsbonding- 
Verf ahren fiir eine Halbleitereinrichtung, die dementsprechend 
mit einem computerunterstiitzten Entwurf ssystem (CAD) entworfen 
wurde, umfassend: 

einen Schritt (SI), in dem aus dem CAD-System Koordinatenwerte 
extrahiert warden, umfassend die Koordinatenwerte der 
AnschluBf lachen und mindestens zwei Bezugspunkte auf einem 
Halbleiterchip, dargestellt in einem ersten, im CAD-System ver- 



wendeten Koordinatensystem ; einen Schritt (S2), in dem 
Koordinatenwerte auf Anschliisse aus dem CAD-System extrahiert 
werden^ uinfassend Koordinatenwerte der Bondingpunkte auf den in- 
neren Anschliissen und mindestens zwei Bezugspunkte auf den 
Anschliissen, wobei diese ira ersten Koprdinatensystem dargestellt 
sind; einen Schritt (S3), in dem aus dem CAD-System 
Inf ormationen zum Verbinden extrahiert werden, die die 
Entsprechung zwischen den Anschluiif lachen und den Bondingpunkten 
angeben; einen Schritt (S4), in dem die . Bondingdaten -im ersten 
Koordinatensystem mit Ortskoordinaten zum Bonden hergestellt 
werden auf Grundlage der Koordinatenwerte auf dem Chip, den 
Koordinatenw e r t e n auf den Anschliissen und den 
Bondinginf ormationen, welche extrahiert worden sind; einen 
Schritt (S5), in dem die Bondingdaten einer Bondingeinheit ein- 
gegeben werden; ^ einen Schritt (S6), in dem die Koordinatenwerte 
von mindestens vier Bezugspunkten in einem zweiten 
Koordinatensystem berechnet werden, das in der Bondingeinheit 
verwendet wird, wobei die tatsachlichen Orte der auf der 
Bondingeinheit gemessenen Bezugspunkte verwendet werden und dann 
die Eingabedaten in entsprechende Koordinaten im zweiten System 
ubergefiihrt werden, wobei die fiir die Bezugspunkte berechneten 
Trans format ionen verwendet werden; und einen Schritt (S7)^ in 
dem die Bondingeinheit auf Grundlage der Bondingdaten angesteu- 
ert wird- 

Diese Verbindung ermoglicht es, dai3 das Leitungsbondinggerat auf 
Grundlage der Entwurf sdaten im CAD-System betrieben werden kann, 
eriibrigt es daher fiir einen Bediener, die Bondingdaten manuell 
einzugeben, was in den herkommlichen Verfahren notig ist. Dies 
macht es dement sprechend moglich, die Bondingarbeit leicht und 
fehlerfrei in kurzer Zeit auszufiihren. 



KUR2E BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN 



Fig* 1 ist ■ ein FluBdiagrainin, zeigend ein Leitungsbonding- 
Verf ahren nach der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 2 ist ein Blockdiagramm^ darstellend eine Ausf iihrungsf orm 
eines Gerats^ verwendet in einem Leitungsbonding-Verf ahren nach 
der vorliegenden Erfindung; 

Fig, 3 ist eine schematische Ansicht, darstellend den Aufbau ei- 
nes Pellets, das verwendet wird, wenn das erf indungsgemaBe 
Verf ahren ausgefuhrt wird; 

Fig. 4 zeigt Beispiele der Modifikation eines Bezugsmusters , das 
im in Fig. 3 gezeigten Pellet verwendet wird; 

Fig. 5 ist eine schematische Ansicht, darstellend deii;Aafbau. ei- 
nes AnschluJ3rahmens , der verwendet wird, wenn das erf indungsge- 
maBe Verf ahren ausgefuhrt wird; 

Fig. 6 zeigt ein Modif ikationsbeispiel eines Bezugsmusters, das 
im in Fig. 5 gezeigten AnschluBrahmen verwendet wird; und 

Fig. 7 ist eine Diagrammansicht , zeigend ein Beispiel eines 
Koordinatentransformations-Verfahrens, das in der vorliegenden 
Erfindung verwendet wird. 

BESCHREIBUNG DER VORGEZOGENEN AUSFUHRUNGSFORM 

Die vorliegende Erfindung wird 'detailliert in Verbindung mit ei- 
ner gezeigten Ausf iihrungsf orm beschrieben. Fig. 1 ist ein 
FluBdiagramm, zeigend ein Leitungsbonding-Verf ahren nach der 
vorliegenden Erfindung. Wie durch dieses FluBdiagramm angegeben, 
umfaBt das erf indungsgemaBe Verf ahren sieben Schritte, bezeich- 
net mit SI bis S7 . Ein Beispiel der Hardware-Konf iguration zum 
.Ausfiihren dieses Leitungsbonding-Verf ahrens ist in Fig. 2 ge- 
zeigt. 
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Zunachst wird der UmriB aller Verf ahrensschritte erklart- Das 
grundlegende Konzept der vorliegenden Erfindung besteht in der 
Verwendung eines Schemas, um Bondingdaten, die zum Lei- 
tungsbonden benotigt werden, auf Grundlage der Daten des CAD- 
Systems herzustellen, das zum Entwurf des Halbleiterpellets und 
des Anschluflr-ahmens verwendet . wird, um die so vorbereiteten 
Daten der Bondingeinheit zuzufiihren und dadurch das Bonden aus- 
zufiihren, Im Beispiel der Konf iguration des in Fig. 2 gezeigten 

' Gerats \imfaBt das CAD-System einen Chip-CAD 10, einen AjischluB- 
CAD 20 und einen allgemeinen Rechner 30. Die Chipinf orma-tion, 
hergestellt im Chip-CAD 10, wird einem Speicher 31 zugefuhrt, 
und die AnschluBinformation, hergestellt durch den AnschluB CAD- 
20, wird einem Speicher 32 zugefuhrt. Zusatzlich wird 
Bondinginf ormation einem Speicher 33 eingegeben. Eine Daten- 
Extraktionseinheit 34 fiihrt notwendige Daten aus diesen 
Speichem aus, um die Bondingdaten herzustellen, und sie dadurch 
einem Speicher 35 zuzufiihren. Die gerade beschriebenen 
Verfahrensschritte entsprechen den Schritten SI bis S4 in Fig. 
1. Insbesondere werden im Schritt 51 auf die Koordinatenwerte 
auf dem Pellet bezogene Daten aus der Chipinf ormation im 
Speicher 31 extrahiert. Im Schritt S2 werden auf die 
Koordinatenwerte auf den Anschliissen bezogene Daten aus der 
AnschluiJinf ormation im Speicher 32 extrahiert. Im Schritt S3 
wird die Bondinginf ormation im Speicher 33, das heiBt die 
Entsprechungs-Beziehung zwischen den AnschluBf lachen auf dem 
Pellet und den inneren Anschlufiabschnitten auf den Anschliissen, 
welche verbunden werden sollen, extrahiert. Im gewohnlichen CAD- 
System wird die Daten- und Bondinginf ormation zur Angabe der 
Bondings telle unabhangig von den Daten ges chaff en, die eine 
Bilddars tellung zur Lay out-Dars t e 1 1 un g darstellen. 
Dementsprechend ist es ausreichend, in den Schritten SI bis S3 
den Vorgang des Extrahierens der Daten auszufuhren, die unabhan- 
gig bereitgestellt werden. Dann werden im Schritt S4 

Koordinatenwerte, d.h. Anfangspunkt oder Endpunkt usw. , die zum 
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Bonden benotigt warden, d,h. Bondingdaten auf Grundlage der in 
diesen Schritten SI bis S3 extrahierten Daten hergestellt. 

Anschliei3end wird die Eingabe der Bondingdaten im Schritt S5 
ausgefuhrt. In dieser Ausf uhrungsf orm wird dieses Eingeben nicht 
direkt der Bondingeinheit implementiert , sondern durch einen 
Minicomputer 40 ausgefuhrt. Dies, weil die Verf ahrensschritte 
zum Eingeben von Bezugspunkten und zum Ausfiihren der 
Koordinatentrans formation, welche spater beschrieben werden, im 
Schritt S6 ausgefuhrt werden. Die Bondingdaten, welche durch den 
Minicomputer 40 trans formiert wurden, werden der Bondingeinheit 
50 durch Verwendung einer Floppy-Disk Oder flexiblen Diskette 41 
als Medium zugefiihrt. Im Schritt S7 wird das tatsachliche Bonden 
ausgefuhrt. Die oben angesprochenen, entsprechenden Schritte 
werden detailliert beschrieben. 

(1) Extraktion der Koordinatenwerte auf dem Pellet (Schritt SI). 

Wie in Fig. 3 gezeigt, ist das Pellet 1 mit einer groBen Anzahl 
von AnschluiSflachen 2 versehen. Diese AnschluBf lachen 2 dienen 
als Bondinggegenstande auf der Pelletseite. Das Halbleiterpellet 
1 ist weiter mit Bezugsmustern 3a und 3b versehen. Diese 
Bezugsmuster dienen als Muster, welche die Bezugspunkte beim 
Ausfiihren der Koordinatensystem-Transf ormation im spater be- 
schriebenen Schritt S6 definieren. In diesem Beispiel sind die 
Bezugsmuster 3a und 3b Quadrate, welche etwas kleiner als die 
AnschluBflachen 2 sind. Zusatzlich konnen die Bezugsmuster fest- 
gelegte Formen haben, wie in Fig. 4 (a) bis 4(f) gezeigt. Kurz 
gesagt konnen die Bezugsmuster 3a und 3b be liebige Formen haben, 
solange ihre Formen leicht von den AnschluBf lachen 2 unterschie- 
den werden konnen. Es geniigt, mindestens zwei solche 
Bezugsmuster vorzusehen. 

Falls das Pellet 1 auf Grundlage des CAD-Sys terns entworfen wird, 
werden die Koordinatenwerte entsprechendder AnschliiBf lachen 2 



und Bezugsmuster 3a und 3b im Chip-CAD 10 eingestellt und im 
Speicher 31 gespeichert. Daher konnen diese Koordinatenwerte 
leicht aus dem Speicher 31 extrahiert warden, Es sei angemerkt, 
dai3 die Koordinatenwerte der AnschluBf lachen 2 oder Bezugsmuster 
3a und 3b als Koordinatenwerte in ihren Mittelpositionen festge- 
legt sind, Es erubrigt sich zu sagen, dafl solche 
Koordinatenwerte als solche, zum Beispiel als rechte obere Ecken 
der AnschluBf lachen 2 oder der Bezugsmuster 3a und 3b definiert 
werden konnen, ohne daJ3 sie als Koordinatenwerte von deren 
Mittelpositionen definiert werden. Die Genauigkeit der 
Koordinatenwerte ist unter Beriicksichtigung der Auflosung der 
XY-Stufe der im Schritt S7 verwendeten Bondingeinheit 50 festge- 
legt. 

Auf die obengenannte Weise werden die Koordinatenwerte (Xp^, 
Ypl) (Xp2/ yp2) der Bezugsmuster 3a und 3b und die 

Koordinatenwerte (xi, y^) (wobei i eine Zahl zur Angabe einer 
bestimmten AnschluJ3f lache darstellt) der entsprechenden 
Anschlui3flachen 2 auf der Seite des Pellets durch die Daten- 
Extraktionseinheit 34 extrahiert. Diese Koordinatenwerte werden 
in Form einer Text-Datei gespeichert* 

(2) Extraktion der Koordinatenwerte auf den Anschllissen (Schritt 
S2) 

Wie in Fig. 5 gezeigt, ist jeder AnschluB mit einer Unterlage 4, 
Tub-Anschliissen 5 und einer groBen Zahl innerer Anschliisse 6 ' 
versehen. »In dieser Ausf iihrungsf orm sind auBerdem die Bezugs- 
muster 7a und 7b auf den Tub-Anschlussen 5 vorgesehen. Ahnlich 
zu den Bezugsmustern 3a und 3b diehen diese Bezugsmuster 7a und 
7b als Muster^ welchen Bezugspunkte im Fall der Transformation 
des Koordinatensystems im Schritt 86 definieren. Diese Bezugs- 
muster 7a und 7b sind wie in Fig. 5 gezeigt geformt, konnen aber 
andere Formen haben, wie in Fig. 6(a) bis 6(d) gezeigt. AuBerdem 
konnen sie auf den inneren Anschllissen 6 vorgesehen sein, wie in 
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Fig. 6(e) und 6(f) gezeigt, oder auf der Unterlage, wie in Fig. 
6(g) gezeigt. Solange, kurz gesagt, ein Verfahren leicht erken- 
nen kann^ da/3 ein Bezugsbild verwendet wird, kann ein solches 
Bezugsbild an beliebiger Stelle und in beliebiger Form vorgese- 
hen sein. Es geniigt, mindestens zwei solche Bezugsmuster vorzu- 
sehen. 

Wenn ein solcher AnschluB. auf Grundlage. des CAD-Systems entwor- 
fen wird, warden alle Koordinatenwerte im AnschloB-CAD 20 einge- 
stellt und im Speicher 32 gespeichert • Daher werden die 
Koordinatenwerte (x^ir Yli) und (xL2f Y^z) Bezugsmuster 7a 

und 7b und Koordinatenwerte (xj, yj) (wobei j eine Zahl dar- 
stellt, die einen bestimmten Punkt angibt) der Bondingpunkte 
(welche gewohnlich als Punkte auf der Mittellinie des 
Anschlusses definiert werden, von der Spitze 0,4 mm entfernt) 
durch die Daten-Extraktionseinheit 34 extrahiert. Diese Koor- 
dinatenwerte werden in Form einer Text-Datei gespeichert. 

(3) Extraktion der Leitungs information (Schritt S3) 

Entsprechend dem Entwurf auf Grundlage des CAD-Systems, wird 
auch die Entsprechungsbeziehung. zwischen einer Vielzahl von 
Anschlufif lachen 2 und einer. Vielzahl von inneren Anschliis sen 6 
in beliebiger Form gespeichert • Solch eine Entsprechungs- 
beziehung wird als Leitungsinf ormation beim Ausfuhren des 
Bondens benotigt* Diese Entsprechungsbeziehung ist nicht auf den 
Fall beschrankt, daJ3 alle Anschluflf lachen 2 und inneren 
Anschliisse- 6 zur Verdrahtung verwendet werden, und ist nicht 
notwendigerweise eine eins-zu-eins-Beziehung. Zum Beispiel kann 
eine unten beschriebene Entsprechungsbeziehung als Leitungs- 
inf ormation aus dem CAD-System extrahiert werden: 

AnschluB 1 AnschluBf lache 1 
AnschluB 2 : AnschluBf lache 2 



AnschluB 8 : AnschluBf lache 8 
AnschluB 9 : AnschluBf lache 11 



AnschluB 21 : AnschluBf iache 23 
AnschluB 21 : AnschluBf Iache 24 

Zur Leitungs information kann zusatzlich die Anzahl aller 2ur' 
Verbindung- notigen Leitungen. oder ahnliches; hinzugefugt werden. 
Eine Leitungs information wird durch die Daten-Extraktionseinheit 
34 extrahiert und in Form einer Text-Datei gespeichert. 

(4) Herstellung von Bondingdaten (Schritt S4) 

Die Daten-Extraktionseinheit 34 kombiniert und ordnet dann ent- 
sprechende Daten, die in den Schritten SI bis S3 extrahiert wur- 
den;, um dadurch Bondingdaten zu schaffen, welche direkt zur 
Leitungsverbindung verwendet werden konnen. In diesem 
Vorbereitungs schritt wird auch eine Verarbeitung, d.h. 
Veranderung der Bondingabf olge entsprechend verschiedener spe- 
zieller Leitungsbonding-Verf ahren, Anderung des Bondingpunkts 
Oder ahnliches ausgefuhrt. 2um Beispiel in einem Fall, in dem 
die Leitungsf iihrung' zu einen AnschluB unter Verwendung von zwei - 
Leitungen von zwei AnschluBf lachen ausgefuhrt wird, wurde eine 
Unannehmlichkeit auftreten, wenn das Bonden mit zwei einander 
iiberlappender Leitungen am selben Punkt auf der AnschluBseite 
ausgefuhrt wurde. Um dies zu vermeiden, wird im 
Verf ahrensschritt der Herstellung der Bondingdaten ein 
Verfahrensschritt so ausgefuhrt, daB zwei von einander beabstan- 
dete= Bondingpunkte auf der AnschluBseite geschaffen werden. 

Die so erhaltenen Bondingdaten bestehen aus einer Text-Datei, in 
der Koordinatenwerte angeordnet sind, welche Anfangs- und 
Endpunkte fiir jede Leitung angeben. 

Zum Beispiel sind solche Bondingdaten wie folgt: 
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Leitung 1^ Anfangspunkt (x^/ Ya)/ Endpunkt (xj^, y^y) 
Leitung 2, Anfangspunkt (x^ Yc)' Endpunkt {c^, y^) 



Den. Bondingdaten . werden - andere . notige Leitungszahlen und 
Koordinatenwerte ( Xpi , ypi ) { Xp2 , yp2 ) , ( xli , Y^i ) und ( xl2 r 
Yl2) hinzugefiigt . Vorzugsweise werden. aui3erdeni der Name des spe- 
ziellen Produkts der Halbleitervorrichtung, der Name des 
FeldtYPS und der Name des Pakets und ahnliches hinzugefugt. 

(5) Eingabe der Bondingdaten (Schritt S5) 

Wie oben beschrieben, werden die Vorgange der Schritte SI bis. S4 
im allgemeinen Rechner 30 ausgefiihrt, der im CAD-SYstem verwen- 
det wird. Aus diesem Grund miissen die im allgemeinen Rechner 30 
hergestellten Bondingdaten in die Bondingeinheit eingegeben wer- 
den. In dieser Aus fuhrungs form, wie in Fig. 2 gezeigt, werden 
die Bondingdaten im Speicher 35 dem Minicomputer 40 iibertragen. 
Dieses iibertragen wird durch ein externes Speichermedium wie 
eine FioppY-Disk ausgefiihrt, oder- kann durch Verwendung einer 
beliebigen Dateniibertragungs-Einrichtung ausgefiihrt werden, 

(6) Eingabe von Bezugspunkten und Koordinatentrans format ion 
(Schritt S6) 

Die im Schritt S5 eingebenen Bondingdaten sind die Koor- 
dinatenwert-Daten auf Grundlage des KoordinatensYS terns im CAD- 
SYStem (welches im folgenden "erstes Koor dinat ens ys tern" genannt 
wird). Das tatsachlich im . BondingsYStem definierte Koordi- 
natensYstem ist jedoch das KoordinatensYstem in der in der 
Bondingeinheit vorgesehenen XY-Stufe (das im folgenden "zweites 
KoordinatensYstem" genannt wird) . Wenn beide KoordinatensYSteme 
vollstandig miteinander identifiert sind,- ist dieser Schritt 
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nicht notig. Da jedoch das Bondinggerat gewohnlicherweise unab- 
harigig ohne Beriicksichtigung des Koordinatensystems des CAD- 
Systems aufgebaut ist, konnen zwischen beiden 
Koordinatensystemen Ortsabweichungen oder Verschiebung des 
Ursprungs und Rotationsabweichungen oder Verschiebung der 
Koordinatenachse auftreten. Da auflerdem der Gegenstand der 
Bondens gewohnlicherweise erwarmt wird, urn das Bonden in der 
Bondingeinheit auszufuhren, gibt es aufgrund von thermischer 
Ausdehnung zur Zeit des ; Bondens die Moglichkeit, da/3 eine 
Variablenvergrofierungs-Abweichung oder Verschiebung bezuglich 
der CAD-Daten auftritt, die Werte sind, welche bei 
Nonnaltemperatur entworfen wurden. Diese thermische Ausdehnung 
weist im allgemeinen ein kompliziertes Verhalten auf, entspre- 
chend verschiedener Umgebungsbedingungen , und kann daher schwie- 
rig im voraus vorhergesagt werden. Dementsprechend mui3 eine sol- 
che Abweichung auf dem Bondinggerat mit dem tatsachlichen 
Material, das als Gegenstand verbunden werden soil, korrigiert 
werden. Daher mussen die im ersten Koordinatensystem definierten 
Koordinatenwerte im Minicomputer 4 0 in solche des zweiten 
Koordinatensystems trans formiert werden. 

Um dies auszufiihren, werden Koordinatenwerte (Xpi., ypi • ) r 
(Xp2'/ yp2')/ (XLi-/ yLlO und (xl2'/ yL2 • ) der Bezugsmuster 3a, 
3b, 7a und 7b im zweiten Koordinatensystem berechnet. Sie konnen 
im voraus mit dem herkommlichen. Verfahren des Ausfuhrens des 
Trainingschritts berechnet werden. Das heiflt, es mussen nur Orte 
der vier Bezugsmuster auf dem Monitorbild gelernt werden. Da 
dies durch-Lernen von nur vier Werten ausgefvihrt werden kann, 
wird die Arbeit si as textrem verringert. 

Die Koordinaten-Trans formation wird ausgefiihrt, zum Beispiel 
entsprechend dem folgenden Ablauf. Es wird nun angenommen, daJ3 
die Koordinatenwerte im ersten Koodinatensystem in den 
Mittelpunkten der Bezugsmuster 3a und 3b durch A(Xpi, yp^) bzw. 
B(Xp2/ yp2) und deren Koordinatenwerte im zweiten Koordinaten- 
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system durch A*(Xpi., Ypl' ) t>2w. B(Xp2'/ yp2 » ) dargestellt wer- 
den. In diesem Fail, warden Koordinatenwerte C(xi, yj_) im erst en 
Koordinatensystem eines beliebigen Punktes in Koordinatenwerte 
C'(xi', Yi') im zweiten Koordinatensystem auf die unten angege- 
bene Weise trans formiert* Angenommen, daJ3 Ortsverschiebungen in 
der X- und Y-Richtung zwischen A{Xpi, ypi) und A' (Xpi, ypi) 
durch dx bzw. dy angegeben warden, so werden diese wie folgt 
ausgedriickt: 



dx = Xpi. - Xoi und 



pi 



(1) 



dy = ypl' - ypl- 



Angenommen, daB der ortsverschobene Punkt der Punkt E ist, wenn 
der Punkt B um dx und dy auf selbe Weise wie der Punkt A orts- 
verschoben angenommen wird, die Lange des geraden Abschnitts AB 
L ist, die Lange des geraden Abschnitts A'B' L* ist, die Lange 
des geraden Abschnitts B'E 1 ist, ein Winkel zwischen den gera- 
den Abschnitten A'B* q ist, gilt die folgende Gleichung: 



cos6 = l2 + l'2 - l2)/2LL' 
sine = (1 - cos2e)l/2 



und 



(2) 



wobei 



^ = {(xpi - Xp2)2 + (ypl - yp2)2}l/2, 

^' = {(xpi* - Xp2')^ + (ypl' - yp2')^}^/2 und 

1 = {(Xp2' - Xp2 - dx)2 + (yp2. - yp2 _ dy)2}l/2. 



unter Verwendung der obigen Gleichungen (1) und (2) werden 
Koordinatenwerte (x^. , y^. ) nach der Transformation durch die 
folgende Gleichung berechnet: 




ypl' 

\ 



cos 9 -sine 



sin 9 cos 9 





Dements prechend konnen alle Koordinatenwerte der Bondingdaten im 
ersten Koordinatensystem, welche im Schritt S5 eingegeben wur- 
den, in solche im zweiten Koordinatensystem trans formiert wer- 
den- Die Trans formationen an den Seiten der Pellets und 
Anschliissen werden unabhangig ausgefiihrt. Es sei angemerkt, daJ5 
nachdem das zweite Koordinatensystem dem Bondinggerat eigen ist, 
eine andere Bondingeinheit ein verschiedenes zweites 
Koordinatensystem hat. Wenn Floppy-Disks zum personlichen 
Gebrauch usw. fur das entsprechende Bondinggerat geschaffen wer- 
den, tun Bonding-Daten nach ihrer Transformation darin zu spei- 
chern, ist dies dementsprechend nutzlich, wenn sie ein zweites 
Mai verwendet werden. Das heiJ3t, nur durch Eingeben von Daten 
von der Floppy-Disk kann das Leitungsbonden ausgefuhrt werden. 

(7) Bonden (Schritt S7) 



Wenn die Bondingdaten, welche in solche in Koordinatensysteme 
trans foirmiert wurden, die den entsprechenden Bondingeinheiten 
eigen sind, so geschaffen werden, kann das Leitungsbonden auf 
Grundlage dieser Daten ausgefuhrt werden, die so geschaffen wur- 
den. Das Eingeben der transf ormierten Daten in die 
Bondingeinheit 50 kann durch ein externes Speichermedium wie 
eine Floppy-Disk ausgefuhrt werden,' oder kann durch Verwendung 
einer beliebigen Dateniibertragungs-Einrichtung A ausgefuhrt wer- 
den. In dieser Ausf iihrungsf orm werden die Bondingdaten, nachdem 
sie der Transformation ausgesetzt wurden, welche vom 
Minicomputer 40 ausgegeben wurden, auf die Floppy-Disk 41 ge- 
schrieben. Durch Verwendung der Floppy-Disk 41 wird das Eingeben 
in die Bondingeinheit 50 ausgefuhrt. Die XY-Stufe in der 
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Bondingeinheit 50 bewegt den Bondinggegenstand auf Grundlage der 
gegebenen Koordinateiwerte • 



EP 87 112 737.9 



46 124 



PATENTANSPRUCHE 



1- Leitungsbonding-verfahren fiir eine Halbleitereinrichtung, 
dxe entsprechend mit einem rechnerunterstutzten Entwurf ssystem 
(CAD) entworfen wurde, umfassend: 

einen Schritt (SI), in dem aus dem CAD-System Koordinatenwerte 
extrahxert werden, umfassend die Koordinatenwerte der 
Anschluflflacheh und mindestens zwei Bezugspunkte auf einem 
Halbleiterchip, dargestellt in einem ersten, im CAD-System ver- 

wendeten Koordinatensystem; 

einen Schritt (S2), in dem Koordinatenwerte auf Anschliisse aus 
dem CAD-System extrahiert werden, umfassend Koordinatenwerte der 
Bondxngpunkte auf den inneren Anschlussen und mindestens zwei 
Bezugspunkte auf den Anschlussen, wobei diese im ersten 
Koordxnatensystem dargestellt sind; 

einen schritt (S3), in dem aus dem CAD-System Informationen zum 
Verbxnden extrahiert werden, die . die Entsprechung zwischen den 
AnschluJ3flachen und den Bondingpunkten angeben; 

einen Schritt (S4), in dem die Bondingdaten im ersten 
Koordinatensystem mit Ortskoordinaten zum Bonden hergestellt 
werden auf Grundlage der Koordinatenwerte auf dem Chip, den 
Koordinatenwerten auf den Anschlussen und den 
Bondinginformationen, welche extrahiert worden sind; 
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einen Schritt (S5), in dem die Bondingdaten einer Bondingeinheit 
eingegeben warden; 

einen Schritt (S6), in dem die Koordinatenwerte von mindestens 
vxer Bezugspunkten in einem zweiten Koordinatensystem berechnet 
werden, das in der Bondingeinheit verwendet wird, wobei die 
tatsachlichen. Orte der auf der Bondingeinheit gemessenen 
Bezugspunkte verwendet werden- und dann die Eingabedaten in ent- 
sprechende Koordinaten im zweiten System iibergefuhrf werden, wo- 
bex die fiir die Bezugspunkte berechneten Trans formationen ver- 
wendet werden; und 

einen Schritt (S7), in dem die Bondingeinheit auf Grundlage der 
Bondingdaten angesteuert wird. 



2. Lextungsbonding-verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
.exchnet, dai3 Koordinatenwerte in den zwei Koordinatensystemen 
verglxchen werden, um die Ortsverschiebung, Rotations- 
verschiebung und Variablenverschiebung zwischen den beiden 
Koordxnatensystemen zu erhalten, um die Transformation bezuglich 
dxeser Werte auszufvihren. 
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